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2001-08-07 D E2001010138696 
Abstract: 

The invention relates to a method and device for the simultaneous coating and moulding of a three-dimensional body (11) 
comprising the following steps: 

- two mould halves (1.1, 1.2) of a moulding tool (1) for moulding a three-dimensional moulded body are brought together to 
an abutting position, 

- an injection material is introduced into the mould halves (1.1, 1.2), so as to produce a three-dimensional moulded body (1 1), 

- the three-dimensional moulded body (1 1) is evacuated, 

- a gas is introduced into the three-dimensional moulded body (11), 

- the plasma in the three-dimensional moulded body (1 1) is ignited, such that 

- a coating is deposited on the inner side of the three-dimensional moulded body (11), 

- after the completion of the coating the mould halves (1.1, 1.2) are separated, whereupon the three-dimensional moulded 
body drops out. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Verfahren und Vorrichtung zum gleichzeitigen Beschichten und Formen eines dreidimenslonalen Korpers 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Vorrichtung 
zum gleichzeitigen Beschichten und Formen eines dreidl- 
mensionalen Korpers (11), umfassend die folgenden 
Schritte: 

- Zwei Formhalften (1.1, 1.2) eines Formwerkzeugos (1) 
zur Formung eines dreidi mensionalen Formkorpers (11) 
werden zusammengefahren und zur Aniage gebracht, 

- in die Formhalften (1.1, 1.2) wird ein Spritzgut eingelei- 
tet, so daS ein dreldimensionaler Formkorper (11) ent- 
steht 

- der dreidimensionale Formkorper (11) wird evakutert, 

- in den dreidimensionalen Formkorper (11) wird ein Gas 
eingelassen, 

- das Plasma in dem dreidimensionalen Formkorper (11) 
wird geziindet, so daB 

■ - eine Beschichtung auf der Innenseite des dreidimensio- 
nalen Formkorpers (11) abgeschieden wird, 

- nachdem die Beschichtung abgeschlossen ist, werden 
die Formhalften (1,1, 1.2) auseinandergefahren, so daB 
der dreidimensionale Formkorper herausfallt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine 
Vorrichtung 7um Beschichten und Formen eines dreidimen- 
sionalen Korpers gemaB Anspruch 1 oder 2 bzw. Anspruch 
7 sowie einen dreidimensionalen Korper hergestellt nach ei- 
nem diesem Verfahren gem^B Anspruch 9, 
[0002] Um im Bereich von Kunststoffverpackungen fUr 
eine Redukiion der Permeation von Gasen und Htissigkeiten 
2u sorgen sowie das Kunsts toff material gegcn chemische 
Angriffe oder UV-Strahlung zu schiitzen, ist es vorteiIhaft» 
Substratmateriahen, insbesondere dreidimensoinale Hohl- 
kbrper, mit einer Beschichtung insbesondere Barrierebe- 
schichtung zu versehen. Durch Bcschichtungen k5nnen mit 
kostengunstigen Massenkunststofifen dieselben Eigenschaft 
wie bei teuren Spezialkunststoffen enreichen und den Ersatz 
von beispielsweise Glas im Bereich der Pharmaverpackun- 
gcn durch dcrartigc Masscnkunststoffc crm6glichcn. Auf- 
bringen von Bcschichtungen auf ein Kunststoffsubstrat sind 
aus nachfolgenden Anmeldungen bekanntgeworden: 
US 5.798,139 
US 5,833,752 
US 6,001,429 
WO 99/17334 

[0003] Die US 5,798,139 beschreibi die HersteUung von 
Plastikbehallem mit einer Kohlenstoffilmbeschichtung. Der 
Kohlenstofiilm soli eine Gasbarriere darstellen und das Pro- 
blem der Sorption aus dem Kunststoffmaterial losen. 
[0004] Aus der US 5,833,752 ist ein System bekanntge- 
worden, bei dem die Barrierebeschichtung aus einem 
Plasma aufgebracht wird. Die Energie zur Aufrechterhal- 
tung des Plasmas wird durch Einrichtungen aufgebracht, die 
sich dadurch auszcichnen, dafi die Energie in das Innere der 
zu beschichtenden Behaltem Uber eine Aufienelektrode ein- 
gebracht wird. 

[0005] Aus der US 6,001,429 ist wiederum das Aufbrin- 
gen einer Sperrschicht auf die Innenflache eines Kunststofif- 
substrates bekanntgeworden, wobei HMDSO als Monomer- 
Gas zusammen mit einem SauerstoflFtrager-Gas in das In- 
nere des zu beschichtenden Artikels geleitet wird. 
[0006] Aus der WO 99/17334 ist ein Verfaliren zur Innen- 
bzw. AuBenbeschichtung bekanntgeworden, bei dem eine 
Beschichtungsvonrichtung zur Beschichtung eines Kunst- 
stoffbehalters mit einer Streckblasvorrichtung kombiniert 
wurde. Nachteilig an der aus der WO 99/17334 bekannten 
Vorrichtung ist, daB nur je ein Hohlkoreper pro Beschich- 
tungsplatz hergestellt werden konnte. Hn weiterer Nachteil 
isi, daB mit der aus der WO 99/17334 bekannten Vorrich- 
tung keine dreidimensionale Korper behebigcr Form herge- 
stellt werden konnten. 

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung anzugeben, mit dem dreidimensionale 
Kbrper beliebiger Form hergestellt werden konnen. 
[OOOS] BrfindungsgemaB wird die Aufgabe durch ein Ver- 
fahrra geldst, bei dem je zwei FormhSlften eines Formwerk- 
zeuges zur Formung eines dreidimensionalen Korpers zu- 
sammengefahien und zur Anlage gebracht werden, wobei 
die Formhalften durch einen spannungsfesten tJberzug elek- 
trisch voneinander isoliert sind. In die zusammengefahrenen 
Formhalften wird ein Spritzgut eingeleitet, so daB ein dreidi- 
mensionaler Formkorper entsteht. Sodann kann in einer er- 
sten AusfQhrungsform der Erfindung bei zusammengefahre- 
nen und gegen KurzschluS gesicberten Formhalften das In- 
nere des Formk5rpers evakuiert werden, nachfolgend mit 
Gas umfasscnd cine Gasatmospharc und cin Prccursoigas 
befiiUt und zur Beschichtung der Innenseite des Formkor- 
pers Plasma bspw. mit HF-Wechselspannung geziindet wer- 
den. 



[0009] In einer alternativen AusfUhmngsform kOnnen 
bspw. um eine gleichzeitige AuBenbeschichtung auf dem 
Formkorper bzw. die Formkorper aufzubringen, die Form- 
halften einen vorbestimmfen Weg zurUckgezogen werden, 

5 so daB eine Vakuumkammer entsteht. Die Vakuumkammer 
und/oder der dreidimensionale Fonnkorper werden dann 
evakuiert und in die von den Formhalften und dem dreidi- 
mensicmalen Formkorper ausgebildete evakuierte Vakuum- 
kanomer und/oder den dreidimensionalen Formk(3rper selbst 

10 ein Gas cingelassen. AnschheBend wird in der Vakuumkam- 
mer und/oder dem dreidimensionalen Formkorper das 
Plasma gezUndet, so daB eine Beschichtung auf der AuBen- 
und/oder Innenseite des dreidimensionalen Formkorpers ab- 
geschieden wird, Nachdeni die Beschichtung abgeschlossen 

15 wird, werden die Formhalften auseinandeigezogen, so daB 
der dreidimensionale Formkorper herausf allt 
[0010] In einer bevorzugten Ausfilhrungsform der Erfin- 
dung werden zur clcktrischcn IsoUcrung in dem Bereich, in 
dem die beiden Formhalften in zusammengefahrenen Zu- 

20 stand zur Anlage kommen, eine Glimmer-, Quarz- oder Tef- 
lonschicht vorgesehen, damit ein KurzschluB der beiden 
Formhalften beim Anlegen einer Spannung, beispielsweise 
zur Erzeugung eines HF-Feldes vermieden wird. Bevorzugt 
bildet eine Fomihalfte des Formwerkzeuges die Kathode 

25 und eine Foniihiilfte des Fonnwerkzeuges die Anode aus. 
Neben einer Anregung raittels eines Hochftequenz-Wech- 
selfeldes ist es auch m5glich, das Plasma mit Hilfe uber 
Hohlleiterstrukturen eingekoppelten Mikrowellen zu zun- 
den. Neben dem Verfahren stellt die Erfindung auch eine 

30 Vorrichtung zum gleichzeitigen Beschichten und Formen ei- 
nes dreidimensionalen Korpers zur Verfligung. 
[0011] Eine derartige Vorrichtung umfaBt ein Formwerk- 
zeug zur Formung eines dreidimensionalen Foniik6rpers, 
eine 2^1eitung ftir ein Spritzgut in die Form, eine Zuleitung 

35 zum Evakuieren der im Formwerkzeug ausgebildeten Vaku- 
umkammer und/oder des dreidimensionalen Formk5rpers 
sowie eine Zuleitung zum ZufUhren von Gas in die Vakuum- 
kammer und/oder den dreidimensionalen Formkorper und 
Mittel zum Ziinden des in die Vakuumkammer und/oder 

40 dem dreidimensionalen Formkorper zugeftihrten Gases. 
[0012] Die orfindungsgemMBe Vorrichtung zum gleichzei- 
tigen SprieBgieBen und Beschichten ist nicht auf eine Vor- 
richtung umfassend zwei Formhalften beschrankt. Eine 
Ausfuhrungsform mit zwd Formhalften, wie sie beim erfin- 

45 dungsgemaBen Verfahren zum Einsatz kommt, ist ledigUch 
eine bevorzugte Ausfulirungsform. 

[0013] Dreidimensionale Formkorper, die mit einer erfin- 
dungsgem^Ben Vorrichtung hergesteUt werden, umfassen 
eines oder mehrere der nachfolgenden Materialien: 

50 polyzyklische Kohlenwasserstoffe, Polycarbonate, Poly- 
ethylenterphthalate, Polystyrol, Polyethylen, insbesondere 
HDPE, Polypropylen, Polymethyhnetacrylat, PES. Insbe- 
sondere ist es moghch, polyzyklische Kohlenwasserstoffe, 
wie COC, die bereits selbst einen hochdichten Barriere- 

55 kunststoff darstellen, derart zu beschichten, daB dieser hoch- 
dichte BarrierekunststofF vor einem Angriff durch organi- 
sche Stoffe, insbesondere Fetten, gcschiXtzt wird. 
[0014] In einer bevorzugten AusfLihrungsfomi weist die 
Barrierebeschichtung eine Dicke > lOCK) nm, bevorzugt < 

60 300 nm auf. Derartige Barriereschichten weisen neben gu- 
ten Barriereeigenschaften auch eine hohe Rexibilitat auf. 
Des weiteren konnen bei derartig diinnen Schichten insbe- 
sondere auch intrinsische Spannungen, die zu einem Abplat- 
zen der Barriereschicht fUhren kOnnen, vermieden werden. 

65 In cincr bcsondcrs bevorzugten Ausfiihrungsform hat die 
Barrierescbicht noch weitere zusatzUche Funktionen, bei- 
spielsweise optische oder elektrische Funktionen oder Anii- 
kratz- oder Antireflexfunktionen. 



8NSD0CID: <DE 1013869eA1_L> 



DE 101 38 696 A 1 

3 4 



[0015] Durch das ZiSnden des Plasmas, beispielsweise 
mittcls HF Oder Mikrowelle, wird ein Plasma erzeugt, wo- 
durch in den 3D-Formkorper oder den evakuierten Raum 
zwischen den Formhalfteneingeleitete Precursor-Gase einer 
Gasatmosphare reagieren und auf dem 3D-Formkorper eine 
Beschichtung abgeschieden wird. Transparerste Schichten 
ergeben sich bei Verwendung nachfolgender Precursor-Ma- 
teriaUen: HMDSN, HMDSO, PMS, Silan in N2, T1CI4 in ei- 
ner AtmosphSre aus O2, N2, N2 + NH3. Mit derartigen Mate- 
rialien konnen HOa, SiOa sowie SixNy- Schichten auf ver- 
schiedenen KunststofFmaterialien abgeschieden werden. 
Eine Ti02-Schicht wird beispielsweise bei Verwendung ei- 
nes TlCU-Precursor-Gases in einer 02-Atmosphare abge- 
schieden, eine Si02-Barriereschicht aus einem HMDSN- 
Precursor<jas in 02-Atmosphare, eine Si-N-Barriereschicht 
bei Verwendung eines SiH4 bzw» TMS-Precursors in N2 + 
NHs-Atmosphare. 

[0016] Die Erfiindung soU nachfolgcnd anhand dcr Aus- 
fiihrungsbeispiele und der Figuren nSher erlautert werden. 
[0017] Es zeigen: 

[0018] Fig. 1 die zwei Formhalften des Formwerkzeuges 
des Formwerkzeuges in auseinandergezogener Stellung 
[0019] Fig. 2 die zwei Formlialften des Formwerkzeuges 
des Formwerkzeuges in zusammengefahrener Position mit 
einem EinlaB fi3r das SpritzguL 

[0020] Fig. 3 das Formwerkzeug in auseinandergefahre- 
ner Stellung, so daB eine Vakuumkammer entsteht 
[0021] Fig, 4 eine alternative Ausfuhrungsform zu einer 
Anordnung gemaB Fig. 1 , bei der die Anregung des Plasmas 
mit Hilfe von Mikrowellenenergie erfolgt 
[0022] In Fig. 1 ist ein Formwerkzeug 1 gemaB der Erfin- 
dung gezeigt, daB zwei Formhalften 1.1 sowie 1.2 umfaBt. 
Wird bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung zur Anre- 
gung des Plasmas die eine Formhalfte 1.1 des Formwerk- 
zeuges als Anode geschaltet und Erdpotential 2 gelegt wird 
die andere Formhalfte als Kathode geschaltet, an die ein 
Hochfrequenz-Wechselfeid 3 angelegt werden kann. 
[0023] In einem erslen Verfahrensschritt werden die bei- 
den Formhalften 1.1 und 1.2 aneinandergefahren, so dafi sie 
im oberen Bereich 5 miieinander zur Anlage kommen und 
im unteren Bereich 7 des Formwerkzeuges 1 ein Kanal 8 
ausgebildet wird, in den Spritzgut, beispielsweise ein Kunst- 
stoffmaterial wie Polyethylen etc., eingeleitet wird. Damit 
bei Anliegen einer Wechselspannung zur Erzeugung eines 
Plasmas ein KurzschluB zwischen den Formhalften vermie- 
den wird, ist im oberen Bereich 5 der Formhalfte, in der die 
Formhalften miteinander zur Anlage kommen, ein elektri- 
sches Isolaiormaterial, wie beispielsweise Glimmer, Quarz 
oder Teflon, aufgebracht, 

[0024] Nachdem das Spritzgut in die zusammengefahre- 
nen Formhalften 1.1, 1.2 gemaB Fig. 2 eingebracht und ein 
Kunststoff-Formkorper ausgebildet wurde, konnen in einer 
ersten Ausfuhrungsform der Erfindung, die auch eine Au- 
Benbeschichtung des Formkorpers erlaubt, die Formhalften 
1.1 und IJ2 wie in Fig. 3 gezeigt, die Figuren um einen vor- 
bestimmten Weg x auseinandergezogen werden. Auf diese 
Art und Weise entsteht um den Formkorper hcrum eine Va- 
kuumkanuner 9. Natiirlich bildet der Formkorper 11 selbst 
ebenfalls eine Vakuumkammer. Als Zuieitung in das Innere 
der Formkorper selbst dient das AnguBstuck 13 der Form- 
teile im EinlaSabschniu 7. Um das AnguBstuck herum wie- 
derum wird ein weiterer Raum 15 freigegeben, der als Ein- 
laB fflr Gase bzw. eine Gasatmosphare in den Vakuumraum 
9 verwendet werden kann. 

[0025] Um cine Inncnbcschichtung zu crziclcn, wird cin 
Gasgemiscfa, bestehend aus einem Atmospharengas sowie 
einem Precursoigas, uber das AnguBstuck 13 in das Innere 
der Formkorper geleitet Die Precursoigase kSnnen 



HMDSN, HMDSO, TMS, Silan in N2, TiCU umfassea Als 
Gasatmosphare ist eine 02-Atmosphare, eine NT-Atmo- 
sphare oder eine N2 4- NHs-Atmosphare denkbar. 
[0026] Neben einer Einleitung deraniger Gase in das In- 

5 nere der hier beispielhaft gezeigten zwei Formkorper 17.1 
und 17.2 kann auch der durch das Wegziehen der Formteile 
geschaffene Raum 9, der sich auBerhalb der Formkorper be- 
tindet, mit einer Gasatmosphare und einem Precursoigas be- 
fQlii werden. Wird nunmehr an die Wechselspannungsquelle 

10 3, wie in Fig, 1 gezeigt, eine Hochfrequenz- Wechselspan- 
nung angelegt, so wird im Innenraum und, falls sich auch 
(jas und Precursor-(jas im Raum 9 befindet, und Raum au- 
Berhalb der Formteile ein Plasma geziindet. Das Plasma 
kann ein gepulsies Plasma sein oder ein kontinuierliches. 

15 Betreffend gepulste Plasmen, die sogenannten PICVD-Be- 
schichtungsverfahren zugrundeliegen, wird auf die 
DE 38 30 249 C2 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt 
voUum^glich in die vorlicgcndc Anmcldung mit aufgc- 
nommen wird. Mit Hilfe des kontinuierlichen oder eines ge- 

20 pulsten Plasmas wird der Behalter innen und optional au- 
Benseitig mit einer Beschichtung, wie beispielsweise einer 
SiOx-, einer TiO^-, einer SNOx- oder einer SixNy-Beschich- 
tung, bevor2^gt mit einer Dicke im Bereich 10-1000 nm, 
versehen. Die auf den Kunststoff-Formkorper aufgebrachte 

25 Beschichtung kann als Barrierebeschichlung, beispielsweise 
einer Sauerstoff-Barrierebeschichtung, dienen. 
[0027] Bei ein^ reinen Innenbeschichtung muB die Form 
nicht, wie in Fig. 3 dargestellt, auseinandergezogen w^den, 
so daB um den Formkorper herum eine Vakuumkammer 9 

30 entsteht. Vielmehr kann iiber das AnguBstuck 13 bei einer 
zusanamengefahrenen Form, wie in Fig. 2, bei der die Form- 
halften direkt an den Formkorpem 17,1 und 17.2 anliegen, 
Precursorgas und Gasplasma die Gasatmosphare ausbildet 
in das Innere der Formk5rper eingeleitet werden. Aufgrund 

35 der IsoUerung der beiden Formhalften kann dann beispiels- 
weise mit Hilfe von Hochfrequenzenergie ein Plasma ge- 
zundet werden, so daB eine Beschichtung auf der Innenseite 
des Formkorpers abgeschieden wird. 
[0028] Nachdem der Formkorper beschichtet ist, wird die 

40 Form voUstandig auseinandcigezogen und die Formteile aus 
dem Formkoipei" entfemt. 

[0029] Altemativ zu einer Beschichtung mit Hochfre- 
quenz (HF)-Energie ware auch das Ziinden des Plasmas mat 
Hilfe von Mikrowellenenergie moglich. Eine Vorrichtung 

45 fur eine derartige Beschichtung ist iti Fig. 4 gezeigt 

[0030] Gleiche Bauteile wie in Fig, 3 sind mit denselben 
Bezugsziffem belegt. Die Einkopplung der Mikrowellen- 
energie geschieht von der Seite der Formhalfte 1,2 Uber die 
elektrischen Fenster 19.1, 19.2 einer Halbleiterstruktur 21 

50 oder aber Antennenstrukturcn. 

[0031] Mit der erfindungsgemaSen Vorrichtung bzw. dem 
erfindungsgemaBen Verfahren ist es moglich, gleichzeitig 
einen Kunststoffkorper beliebiger Form herzusteUen und zu 
beschichten. Der Vorteil einer derartigen Vorgehensweise ist 

55 insbesondere die effiziente Herstellung beschichteter Form- 
korper. Im Gegensatz zur Spritzblastechnik gemSB der 
WO 99/17334 konnen mit dem erfindungsgemaSen Verfah- 
ren bzw. der erfindungsgemaBen Vorrichtung komplexe 
Formteile durch SpritzguS hei]gestellt werden. Des weiteren 

60 ist es moglich, die Formhalften des Formwerkzeuges, nach- 
dem die Formteile entnonunen sind, mit Hilfe eines Plasmas 
zu reinigen. 

PatentansprUche 

65 

1. Verfahren zum gleichzeitigen Beschichten und For- 
men eines dreidimensionalen Korpers (11) umfassend 
die folgenden Schritte: 
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5 

1.1 zwei Forrahaiften (1.1, 1,2) eines Formwerk- 
zeuges (1) zur Formung eines dreidimensionalen 
Fonnk5rpers (11) werden zusammengefahien und 
7.ur Aniage gebracht 

1.2 in die Formhalften (1.1» 1:2) wird ein Spritz- 5 
gut eingeleitet, so daB ein dieidimensionaler 
Formk6rper (11) entsteht 

1.3 der dreidimensionale FonnkSrper (11) wird 
evakuiert 

1.4 in den dreidimensionalen Formkorper (11) lO 
wird ein Gas eingelassen 

1.5 das Plasma in dem dreidimensionalen Form- 
korper (11) wird geziindet, so da8 

1.6 eine Beschichtung auf der Innenseite des drei- 
dimensionalen Foraikorpers (U) abgeschieden 15 
wird 

1.7 nachdem die Beschichtung abgeschlossen ist, 
wcrdcn die Formhalften (1.1, IJS) auscinandcrgo- 
fahren, so dafi der dreidimensionale Formkorper 
herausfaUt. 20 

2. Verfahren zum gleichzeitigen Bescbichten und For- 
men eines dreidimensionalen Korpers (11) umfassend 
die folgenden Schritte: 

2.1 zwei Formhalften (1.1, IJZ) eines Fbrmweric- 
zeuges (1) zur Formung eines dreidimensionalen 25 
Formkorpers (11) werden zusammengefahren und 
zur Aniage gebracht, wobei die Formhalften (1,1, 
1^) spannungsfest elektrisch voneinader isoliert 
sind 

2.2 in die Formhalften (1.1, IJS) wird ein Spritz- 30 
gut eingeleitet, so daB ein dreidimensionaler 
Formkorper (II) entsteht, 

2.3 die Formhalften (1.1, 1.2) werden elnen vor- 
bestimmten Weg zuriSckgefahren, so daB eine Va- 
kuumkammer entsteht, 

2.4 die Vakuumkammer und/oder die dreidimen- 
sionale Formkorper (11) werden evakuiert, 

2.5 in die von den Formhalften (1.1, 1.2) und dem 
dreidimensionalen Formkorper (11) ausgebildete, 
evaluierte Vakuumkammer und/oder den dreidi- 40 
mensionale Formk5rper (U) wird ein Gas einge- 
lassen 

2.6 das Plasma in der Vakuumkammer und/oder 
dem dreidimensionalen FormkSrper (11) wird ge- 
ziindet, so daB 45 

2.7 eine Beschichtung auf der AuBen- und Innen- 
seite des dreidimensionalen Formkorpers (11) ab- 
geschieden wird 

2.8 nachdem die Beschichmng abgeschlossen ist, 
werden die Formhalften (1.1, 1.2) auseinandei^e- 50 
fahren, so daB der dreidimensionale FormkSrper 
herausfSlIt. 

3. Verfahren nachAnspruchl Oder 2, dadurchgekenn- 
zeichnet, daB die Formhalften in dem Bereich (5), in 
dem sie zur Aniage kommen, durch einen spannungs- 55 
festen Uberzug elektrisch voneinander isoliert simi, 
wobei der spannungsfeste "Oberzug insbesondcre eine 
Glimmer-, eine Quarz- oder eine Teflonschicht um- 
fasst, so daB kdn KurzschluB beim Zusammenfahren 
der Formhalften (1.1, 1.2) auftritt «> 

4. Verfahren nach einem der Anspniche 1 bis 3, da- 
durch gekcnnzeichnet, daB das Plasma durch eine 
Hochfrequenz-Wechselspaimung gezundet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
nct, daB cine Fomihalftc (12) die Kathode und cine 65 
Formhalfte (1.1) die Anode ausbildet. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekoin- 
zeichnet, daB das Plasma mitHilfe von uber HohUeiter- 



strukturen (21) eingekoppelten MikroweUen gezundet 
wird. 

7. Vorrichtung zum gleichzeitigen Bescbichten und 
Formen eines dreidimensionalen Korpers, umfassend 

7.1 ein Formwerkzeug (1) zur Formung eines 
dreidimensionalen Formkorpers, 

7.2 eine Zuleitung fiir ein Spritzgut, 

7.3 eine Zuleitung zum Evakuieren der im Form- 
werkzeug (1) ausgebildeien Vakuumkammer und/ 
oder des dreidimensionalen Formkorpers (11), 

7.4 eine Zuleitung zum Zufuhren von Gas in die 
Vakuumkammer (9) und/odear den dreidimensio- 
nalen Formkorper (11), 

7.5 Einrichtungen zum Zunden des in die Vaku- 
umkanmier (9) und/oder den dreidimensionalen 
Formkorper (11) zugefuhrten Gases. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekcnn- 
zeichnet, daB die Einrichtungen zum Ziindcn Einrich- 
tungen zum Erzeugen von HF«Energie oder Mikrowel- 
lenenergie umfassen. 

9. Dreidimensionaler Formkorper, hergestellt mit ei- 
ner Vorrichtung gemSB einem der Anspruche 7 oder 8. 

10. Dreidimensionaler Formkorper nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS dieser einen oder meh- 
rere der nachfolgenden KunsLsiolTe und/oder dessen 
Derivate umfaBt: 

polyzyklische Kohlenwasserstoffe 
Polycarbonate 
Polyethylenterphthalate 
Polystyrol 

Polyethylen, insbesondcre HDPE 

Polypropylen 

Polymethyhnetacrylat 

PES 

PEN 

11. Dreidimensionaler Formkorper nach einem der 
Anspniche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Beschichtung eine Dicke < 50 nm, insbesondere < 
300 nm, besonders bevorzugt < 1000 nm aufweist 

12. Dreidimensionaler Formkorper nach einem der 
Anspniche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB das 
in den dreidimensionalen Korpa: eingeleitete Gas eine 
Gasatmospbare sowie ein Precursor-Gas umfaBt. 

13. Dreidimensionaler Formkorper nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Precursor-Gase eine 
oder mehrereder nachfolgenden Substanzen umfassen: 
HMDSN 

HMDSO 
TMS 

Silan in N2 
TiCU 

14. Dreidimensionaler FormkSrper nach AnsjMiich 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gasatmosphare eine 
C)2-Atmosphare 

eine N2-Atmosphare 

eine N2 + NH3-Atmosphare 

ist. 

15. Dreidimensionaler Formkorper nach einem der 
Anspruche 9 bis 14, dadturch gekennzeichnet, daB die 
Beschichtung eine und/oder mehrere d«r nachfolgen- 
den Funkdonalitaten aufweist: 

- Ausbilden einer Gas und/oder Flussigkeitsbar- 
riere insbesondere gegen G2, CG2. H2O, Wasser- 
dampf 

- Ausbilden cincr Antikratzschicht, 
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- Ausbilden einer Antireflexionsschicht 
Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 

5 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



BNSOOCfD: <De 1013869eA1 J_> 



ZEICHNUNGENSEITE1 



Mummer: 
Int. C!7: 

OfFen I egu ngstag: 



DE101 386a6A1 
B29C 45/DO 

6. Marz 2003 




BNSDCX3ID: -cDE 1013669eA1J_> 



102 700/169 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. Cl7: 

Offenl egu ngstag: 



DE101 38 696A1 
B29C 45/00 
6. Marz 2003 



Fig.2 




BNSDOCID: <DE 1 01 38696A1 _L> 



102 700/169 



ZEICHNUNGENSEITES 



Nummer: 
Int. CI/: 

Offenlegungstag: 



DE101 38686A1 
B29C45AM) 

6. Marz 2003 



1.1 




102700/169 



BNSDOCID: <DE 1013ee9QA1J_> 



